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(57)【要約】
【課題】陽極酸化基板の下面に金属層を追加的に形成す
ることにより、放熱基板の反り現象を改善し、角部が破
損する現象などの性能低下の問題点を改善するとともに
、向上された熱伝導効率を有する放熱基板及びその製造
方法を提供する。
【解決手段】本発明は放熱基板及びその製造方法に関し
、本発明による放熱基板１００は、金属基板１１０の全
面に陽極酸化膜１１１が形成された陽極酸化基板１１２
、前記陽極酸化基板１１２の一面に形成された回路パタ
ーン１１４、及び前記陽極酸化基板の他面に形成された
金属層１１５を含んで、前記陽極酸化基板１１２の他面
に形成された金属層１１５は、前記陽極酸化基板１１２
の一面に形成された回路パターン１１４の面積と同一の
面積を有し、前記陽極酸化基板１１２の縁の内側に存在
することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属基板の全面に陽極酸化膜が形成された陽極酸化基板；
　前記陽極酸化基板の一面に形成された回路パターン；及び
　前記陽極酸化基板の他面に形成された金属層；
　を含むことを特徴とする放熱基板。
【請求項２】
　前記陽極酸化基板の一面と前記回路パターンの間、または前記陽極酸化基板の他面と前
記金属層との間に、シード層をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の放熱基板。
【請求項３】
　前記回路バターンは、前記陽極酸化基板の一面に形成されたメッキ層をパターニングし
て形成されたことを特徴とする請求項１に記載の放熱基板。
【請求項４】
　前記金属層の面積は前記回路パターンの面積と同一であることを特徴とする請求項１に
記載の放熱基板。
【請求項５】
　前記金属層の厚さは１０μｍ以上１ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の
放熱基板。
【請求項６】
　前記金属層は複数個のバー（ｂａｒ）が互いに平行に配置された形状を有することを特
徴とする請求項１に記載の放熱基板。
【請求項７】
　前記金属層は、
　前記陽極酸化基板の縁内側の最外角に四つのバー（ｂａｒ）が連結されて四角形状に形
成された最外角金属層；
　前記最外角金属層の内部に四角形状に形成され、前記陽極酸化基板の内側中心に向かっ
て四角形のサイズが次第に減少するＮ個の中間金属層；
　前記Ｎ個の中間金属層のうち最内角に形成された中間金属層の内部に形成され、互いに
平行に配置された複数個のバー形状を有する最内角金属層；
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の放熱基板。
【請求項８】
　前記金属層はスパイラル（ｓｐｉｒａｌ）形状を有することを特徴とする請求項１に記
載の放熱基板。
【請求項９】
　前記金属層は陽極酸化基板の他面のうち縁の内側にのみ形成されたことを特徴とする請
求項１に記載の放熱基板。
【請求項１０】
　前記金属基板はアルミニウムで形成され、前記陽極酸化膜はアルミナで形成されたこと
を特徴とする請求項１に記載の放熱基板。
【請求項１１】
　前記金属層は銅で形成されたことを特徴とする請求項１に記載の放熱基板。
【請求項１２】
　前記回路パターンは発熱素子に連結され、前記金属層は放熱板に連結されたことを特徴
とする請求項１に記載の放熱基板。
【請求項１３】
　（Ａ）金属基板の全面に陽極酸化膜を形成して陽極酸化基板を準備する段階；
　（Ｂ）前記陽極酸化基板の一面にメッキ層を形成し、他面に金属層を形成する段階；
　（Ｃ）前記メッキ層をパターニングして回路パターンを形成する段階；
　を含むことを特徴とする放熱基板の製造方法。
【請求項１４】
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　前記（Ａ）段階の後に、
　（Ａ'）無電解メッキまたはスパッタリング工程を利用してシード層を形成する段階；
　をさらに含むことを特徴とする請求項１３に記載の放熱基板の製造方法。
【請求項１５】
　前記（Ｂ）段階で、
　前記メッキ層及び前記金属層を同時に形成することを特徴とする請求項１３に記載の放
熱基板の製造方法。
【請求項１６】
　前記（Ｂ）段階の後に、
　前記金属層が前記陽極酸化基板の他面のうち縁の内側にのみ形成されるように前記金属
層の縁を除去する段階；
　をさらに含むことを特徴とする請求項１３に記載の放熱基板の製造方法。
【請求項１７】
　前記（Ｂ）段階の後に、
　前記金属層の面積と回路パターンの面積が同一であるように、前記金属層をパターニン
グする段階とさらに含むことを特徴とする請求項１３に記載の放熱基板の製造方法。
【請求項１８】
　前記金属基板はアルミニウムで形成され、前記陽極酸化膜はアルミナで形成されたこと
を特徴とする請求項１３に記載の放熱基板の製造方法。
【請求項１９】
　前記金属層は銅で形成されたことを特徴とする請求項１３に記載の放熱基板の製造方法
。
【請求項２０】
　前記（Ｃ）段階は、
　（Ｃ１）前記メッキ層にエッチングレジストを塗布する段階；
　（Ｃ２）前記エッチングレジストをパターニングしてエッチングレジストパターンを形
成する段階；及び
　（Ｃ３）前記エッチングレジストパターンから露出された前記メッキ層を選択的にエッ
チングして回路パターンを形成する段階；
　を含むことを特徴とする請求項１３に記載の放熱基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は放熱基板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、多様な分野で電子部品の比重が拡大されるにつれて、部品の高集積化及び高容量
化による発熱問題が製品の性能を低下させる結果をもたらしている。このような問題を解
決するために、優れた熱伝導度特性を有する金属材料を利用した高効率の放熱基板に対す
る研究がなされている。
【０００３】
　従来の放熱基板の構造を例を挙げて検討すると次の通りである。
　まず、陽極酸化工法を利用してアルミニウムの一面または全面に陽極酸化膜を形成する
。
　次に、アルミニウムの上面に形成された陽極酸化膜にメッキ層を形成し、これを加工し
て回路パターンを形成する。以後、前記回路パターンは発熱素子と電気的に連結され、ア
ルミニウムの下面に形成された陽極酸化膜（アルミニウムの上面にのみ陽極酸化膜を形成
した場合にはアルミニウム自体の下面になる）は放熱板と連結されて、発熱素子から発生
した熱がアルミニウム及び放熱板を介して外部に放出される。従って、放熱基板上に形成
された発熱素子は高い熱を効果的に放出することができて、これにより、発熱素子の性能



(4) JP 2012-104794 A 2012.5.31

10

20

30

40

50

が低下する問題点は解決することができた。
【０００４】
　しかし、このような従来の放熱基板は、基板の上面にのみ回路パターンが形成された構
造を有するため、放熱基板に作用する応力によって反り（ｗａｒｐａｇｅ）が発生すると
いう問題点があった。また、アルミニウムの下面に形成された陽極酸化膜（アルミニウム
の上面にのみ陽極酸化膜を形成した場合にはアルミニウム自体の下面になる）は放熱板と
直接接触するため、一定の制御環境内に基板をローディング、移送、搬出することなどが
繰り返される処理過程で、角部が破損する現象などが発生する可能性があり、これによっ
て放熱基板または発熱素子の性能が低下するという問題点がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は上述のような従来技術の問題点を解決するために導き出されたものであり、本
発明は、陽極酸化基板の下面に金属層を追加的に形成することにより、放熱基板の反り現
象を改善し、角部が破損する現象などの性能低下の問題点を改善するとともに、向上され
た熱伝導効率を有する放熱基板及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の好ましい実施例による放熱基板は、金属基板の全面に陽極酸化膜が形成された
陽極酸化基板、前記陽極酸化基板の一面に形成された回路パターン、及び前記陽極酸化基
板の他面に形成された金属層を含んで構成される。
　ここで、前記陽極酸化基板の他面に形成された金属層は、前記陽極酸化基板の一面に形
成された回路パターンの面積と同一の面積を有することを特徴とする。
　また、前記金属層の厚さは１０μｍ以上１ｍｍ以下であることを特徴とする。
　また、前記金属層は複数個のバー（ｂａｒ）が互いに平行に配置された形状を有するこ
とを特徴とする。
【０００７】
　また、前記金属層は、前記陽極酸化基板の縁内側の最外角に四つのバー（ｂａｒ）が連
結されて四角形状に形成された最外角金属層、前記最外角金属層の内部に四角形状に形成
され、前記陽極酸化基板の内側中心に向かって四角形のサイズが次第に減少するＮ個の中
間金属層、前記Ｎ個の中間金属層のうち最内角に形成された中間金属層の内部に形成され
、互いに平行に配置された複数個のバー形状を有する最内角金属層を含むことを特徴とす
る。
　また、前記金属層はスパイラル（ｓｐｉｒａｌ）形状を有することを特徴とする。
　また、前記金属層は陽極酸化基板の他面のうち縁の内側にのみ形成されたことを特徴と
する。
【０００８】
　また、前記金属基板はアルミニウムで形成され、前記陽極酸化膜はアルミナで形成され
たことを特徴とする。
　また、前記金属層は銅で形成されたことを特徴とする。
　また、前記放熱基板は、前記陽極酸化基板の一面と回路パターンとの間または前記陽極
酸化基板の他面と前記金属層との間にシード層をさらに含むことを特徴とする。
　また、前記陽極酸化基板の一面に形成された回路パターンは発熱素子に連結され、前記
陽極酸化基板の他面に形成された金属層は放熱板に連結されたことを特徴とする。
【０００９】
　本発明の好ましい実施例による放熱基板の製造方法は、（Ａ）金属基板の全面に陽極酸
化膜を形成して陽極酸化基板を準備する段階、（Ｂ）メッキ工程によって前記陽極酸化基
板の一面にメッキ層を形成し、他面に金属層を形成する段階、（Ｃ）前記メッキ層をパタ
ーニングして回路パターンを形成する段階を含んで構成される。
　ここで、前記放熱基板の製造方法は、前記（Ａ）段階の後に、（Ａ'）無電解メッキま
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たはスパッタリング工程を利用してシード層を形成する段階をさらに含むことを特徴とす
る。
　また、前記メッキ層及び前記金属層を同時に形成することを特徴とする。
【００１０】
　また、前記（Ｂ）段階の後に、前記金属層が前記陽極酸化基板の他面のうち縁の内側に
のみ形成されるように前記金属層の縁を除去する段階をさらに含むことを特徴とする。
　また、前記陽極酸化基板の他面に形成された金属層の面積が前記陽極酸化基板の一面に
形成された回路パターンの面積と同一であるように、前記金属層をパターニングする段階
をさらに含むことを特徴とする。
　また、前記金属基板はアルミニウムで形成され、前記陽極酸化膜はアルミナで形成され
たことを特徴とする。
　また、前記金属層は銅で形成されることを特徴とする。
【００１１】
　本発明の特徴及び利点は添付図面に基づいた以下の詳細な説明によってさらに明らかに
なるであろう。
　本発明の詳細な説明に先立ち、本明細書及び請求範囲に用いられた用語や単語は通常的
かつ辞書的な意味に解釈されてはならず、発明者が自らの発明を最善の方法で説明するた
めに用語の概念を適切に定義することができるという原則に従って本発明の技術的思想に
かなう意味と概念に解釈されるべきである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、既存の単面陽極酸化基板の下面に金属層を追加的に形成することにより、応
力によって発生する基板の反り問題を改善する効果がある。
　また、本発明は、陽極酸化基板の下面に加えられた金属層が放熱板と直接接触するよう
になり、一定の制御環境内に基板をローディング、移送、搬出することなどが繰り返され
る処理過程で発生する角部の破損現象などを防止することができ、従って、放熱基板また
は発熱素子の性能が低下する問題点を解決することができる。
　また、熱伝導度が高い金属層（例えば銅層）を追加形成することにより、放熱性能が改
善される効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の目的、特定の長所及び新規の特徴は添付図面に係わる以下の詳細な説明および
好ましい実施例によってさらに明らかになるであろう。本明細書において、各図面の構成
要素に参照番号を付け加えるに際し、同一の構成要素に限っては、たとえ異なる図面に示
されても、できるだけ同一の番号を付けるようにしていることに留意しなければならない
。また、本発明の説明において、係わる公知技術に対する具体的な説明が本発明の要旨を
不必要にぼかす可能性があると判断される場合、その詳細な説明を省略する。
　以下、添付された図面を参照して本発明の好ましい実施例を詳細に説明する。
【００１４】
　放熱基板の構造
　図１は本発明の好ましい実施例による放熱基板１００の断面図である。
　図１に図示したように、本実施例による放熱基板１００は、金属基板１１０の全面に陽
極酸化膜１１１が形成された陽極酸化基板１１２、陽極酸化基板１１２に形成されたシー
ド層１１６、第１シード層１１６ａに形成された回路パターン１１４及び第２シード層１
１６ｂに形成された金属層１１５で構成される。
【００１５】
　金属基板１１０は放熱基板１００の基礎部材であり、発熱素子１３０から発生する熱を
空気中に放出する部材である。前記金属基板１１０は金属で形成されるため、熱伝導度が
高く、優れた放熱効果を有する。また、金属基板１１０は一般的な樹脂層で構成された基
板に比べて強度が大きく、これにより反りに対する抵抗が大きいという長所がある。ここ
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で、金属基板１１０は、アルミニウム（Ａｌ）で形成されることが好ましいが、必ずしも
これに限られず、マンガン（Ｍｇ）、亜鉛（Ｚｎ）、チタン（Ｔｉ）、ハフニウム（Ｈｆ
）、タンタル（Ｔａ）、ニオブ（Ｎｂ）で形成されることができる。
【００１６】
　陽極酸化基板１１２は金属基板１１０に陽極酸化膜１１１が形成されたものである。こ
こで、陽極酸化膜１１１は金属基板１１０の全面に形成される絶縁層であり、回路パター
ン１１４と金属基板１１０が電気的に短絡されないように絶縁させる役割をする。金属基
板１１０がアルミニウム（Ａｌ）金属で形成された場合、陽極酸化膜１１１はこれを陽極
酸化したアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）で形成される。金属基板１１０がアルミニウムで形成さ
れ、陽極酸化膜１１１がアルミナで形成される場合、優れた放熱効果を有する。ここで、
陽極酸化膜１１１は用途に応じて数μｍから数百μｍに形成することができる。
【００１７】
　シード層１１６は、無電解メッキまたはスパッタリング工程を利用して陽極酸化膜１１
１に形成された薄い金属膜であり、以後陽極酸化膜１１１にメッキ層１１３及び金属層１
１５を形成する時、引込線の役割を遂行する。基板の上下対称構造を形成するために、シ
ード層１１６は陽極酸化基板１１２の一面及び他面に同一の厚さに形成される。但し、メ
ッキ層のメッキ工法によって前記シード層は省略されることができる。
【００１８】
　回路パターン１１４は、陽極酸化膜１１１の一面（または陽極酸化膜１１１の一面に形
成された第１シード層１１６ａ）に湿式メッキまたは乾式スパッタリング工程によって形
成されたメッキ層１１３をパターニングして形成される。
　ここで、前記回路パターン１１４は発熱素子１３０、その他の部品または他の配線部と
電気的に連結される。
【００１９】
　金属層１１５は、陽極酸化膜１１１の他面（または陽極酸化膜１１１の他面に形成され
た第２シード層１１６ｂ）に湿式メッキまたは乾式スパッタリング工程によって形成され
る。
　ここで、前記金属層１１５は陽極酸化基板１１２の他面のうち縁の内側にのみ形成され
、陽極酸化基板１１２の角部分が放熱板１４０に直接接触しないようにする。
【００２０】
　また、前記金属層１１５は基板の反り現象を最小化するために、回路パターン１１４と
同一の面積を有することが好ましい。陽極酸化基板１１２の他面に形成された金属層は、
回路パターン１１４と同一の面積を有するようにパターニングされることができ、また、
回路パターン１１４と同一の面積を有する板状構造物になることができる。但し、本実施
例による金属層１１５は、回路パターン１１４と同一の面積を有するように設計する過程
でパターニングされることができるが、これはあくまでも基板の反り防止及び放熱効果を
改善するために加えられた構成であり、回路パターンとして用いられるものではないとい
う点において、通常的な両面陽極酸化基板とは差異がある。
【００２１】
　一方、基板の特性上同一の面積が不可能である場合には、金属層１１５の厚さを調節し
て選択することができる。但し、基板の薄板化を考慮して、金属層１１５の厚さは１０μ
ｍから１ｍｍの制限された範囲から選択することが好ましい。一方、金属層１１５が銅層
で形成される場合、銅層の厚さが増加するにつれて陽極酸化基板の熱伝導度が線形に増加
するという事実が実験によって証明されている。例えば、４ｍｍの厚さを有するアルミニ
ウム基板の両面に２５μｍの陽極酸化膜１１１を形成して陽極酸化基板１１２を準備し、
陽極酸化基板１１２の一面に形成された第１シード層１１６ａに２００μｍの厚さを有す
る回路パターンを形成した陽極酸化基板１１２の場合、第２シード層１１６ｂに形成され
た銅層の厚さが４００μｍまで増加するにつれて陽極酸化基板１１２の熱伝導度は６％ま
で増加した（図１１参照）。
【００２２】
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　また、熱伝導度の効率を最大化するために、金属層１１５は図１２から図１４に図示し
たように、フィン（ｆｉｎ）形状（図１２）、ボックス－フィン（ｂｏｘ－ｆｉｎ）形状
（図１３）またはスパイラル（ｓｐｉｒａｌ）形状（図１４）を有することができる。フ
ィン形状は、複数個のバー（ｂａｒ）が陽極酸化基板１１２（図１参照）の他面から突出
され、互いに平行に配置された形状を表す。即ち、陽極酸化基板１１２の縁の一側から他
側に延長されて形成されたＮ個のバーが所定間隔で離隔され、互いに平行に配置された形
状を意味する。また、ボックス－フィン形状は、前記陽極酸化基板１１２の縁内側の最外
角に四つのバー（ｂａｒ）が連結されて四角形状に形成された最外角金属層１１５ａ、前
記最外角金属層１１５ａの内部に四角形状に形成され、前記陽極酸化基板１１２の内側中
心に向かって四角形のサイズが次第に減少するＮ個の中間金属層１１５ｂ、前記Ｎ個の中
間金属層１１５ｂのうち最内角に形成された中間金属層１１５ｂの内部に形成され、互い
に平行に配置された複数個のバー形状を有する最内角金属層１１５ｃを含んで構成される
。即ち、陽極酸化基板１１２の縁内側の最外角から陽極酸化基板１１２の中心方向に向か
ってサイズが次第に小くなる最外角金属層１１５ａ及び中間金属層１１５ｂが形成されて
、最内角に形成された中間金属層１１５ｂの内部には、その中間金属層１１５ｂをなす四
つのバーのうち何れか一つと平行に配置されたバー形状の最内角金属層１１５ｃが複数個
形成された構造を意味する。また、スパイラル形状は、バーが陽極酸化基板１１２から突
出され、陽極酸化基板１１２の内側縁内に形成された渦流状を意味する。
【００２３】
　一方、金属層１１５は銅で形成されることができる。銅は加工が比較的容易であるため
多様な形状を具現することが容易であり、また、適した強度を有しているため陽極酸化基
板の反り発生を抑制することができる長所がある。例えば、金属層１１５として銅を用い
て両面陽極酸化基板１１２を製作する場合、４ｍｍの厚さを有するアルミニウム基板を選
定して、既存の単面陽極酸化基板での反り現象と本発明の両面陽極酸化基板１１２での反
り現象を比較してみると、反り程度が７２μｍから５２μｍに、２８％減少することを確
認することができる。
【００２４】
　また、銅は熱伝導率及び電気伝導率が他の金属より相対的に優れるため、向上された放
熱特性を有するという長所がある。
　また、銅は相対的に安価であるため、放熱基板の製造コストを低減することができると
いう長所がある。
　一方、前記メッキ層１１３及び前記金属層１１５は同時に形成されることができる。
【００２５】
　放熱基板の製造方法
　図２から図８は本発明の好ましい実施例による放熱基板１００を製造する方法を説明す
るための工程断面図である。以下、これを参照して、本実施例による放熱基板１００の製
造方法に対して説明すると次の通りである。
　まず、図２に図示したように、金属基板１１０を準備する。
　この際、前記金属基板１１０は製作しようとする厚さと面積に加工する。金属基板１１
０は熱伝導性が優れた金属で形成されることができ、その例として、アルミニウム（Ａｌ
）で形成することが好ましいが、必ずしもこれに限られず、マンガン（Ｍｇ）、亜鉛（Ｚ
ｎ）、チタン（Ｔｉ）、ハフニウム（Ｈｆ）、タンタル（Ｔａ）、ニオブ（Ｎｂ）で形成
されることができる。
【００２６】
　次に、図３に図示したように、金属基板１１０の全面に陽極酸化膜１１１を形成して陽
極酸化基板１１２を製作する。ここで、陽極酸化膜１１１は絶縁層であり、前記回路パタ
ーン１１４と前記金属基板１１０が電気的に短絡されないように絶縁させる役割をする。
【００２７】
　陽極酸化膜を形成する工程を具体的に説明すると、金属基板１１０を直流電源の陽極に
接続して酸性溶液（電解質溶液）に浸漬することにより、金属基板１１０の表面に陽極酸
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化膜１１１で構成された絶縁層を形成することができる。例えば、金属基板１１０がアル
ミニウムで形成された場合、金属基板１１０の表面が電解質溶液と反応して、境界面でア
ルミニウムイオン（Ａｌ３+）が形成される。そして、金属基板１１０に加えられる電圧
により金属基板１１０の表面に電流密度が集中されて局所的な熱が発生し、熱によってよ
り多いアルミニウムイオンが形成される。その結果、金属基板１１０の表面に複数の溝が
形成され、酸素イオン（Ｏ２－）が電場の力によって前記溝に移動して電解質アルミニウ
ムイオンと反応することにより、アルミナ層で構成された陽極酸化膜１１１を形成するこ
とができる。
【００２８】
　ここで、陽極酸化膜１１１は他の絶縁部材に比べて熱伝導率が優れるため、陽極酸化膜
１１１が金属基板１１０の全面に形成されても、金属基板１１０と放熱板１４０との間に
は熱交換が円滑になされることができる。また、金属基板１１０がアルミニウム（Ａｌ）
金属で形成される場合、絶縁層はこれを陽極酸化したアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）で形成され
ることができ、この場合熱交換率がさらに高くなることができる。
【００２９】
　次に、図４に図示したように、陽極酸化基板１１２の一面及び他面にシード層１１６を
形成する。シード層１１６は無電解メッキ工程またはスパッタリング工程を利用して陽極
酸化膜１１１に形成された薄い金属膜である。一般的に無電解メッキ工程は、電解メッキ
工程を進行するための前処理工程として遂行される。この際、前記シード層１１６は電解
メッキを遂行するに適した厚さに形成されることができる。一方、スパッタリング工程と
は、金属粒子を目標面に噴射して金属で構成された薄膜を蒸着する方式であり、金、銀、
銅などの薄膜を形成することができる。
【００３０】
　ここで、基板の上下対称構造を形成して反り現象を最小化するために、シード層１１６
は陽極酸化膜１１１の両面に同一の厚さに形成する。但し、メッキ層のメッキ工法によっ
て前記シード層１１６の形成工程は省略されることができる。
　次に、図５に図示したように、陽極酸化基板１１２の一面または他面（または陽極酸化
膜１１１に形成された第１シード層１１６ａあるいは第２シード層１１６ｂ）に乾式スパ
ッタリング（または湿式メッキ）工程によってメッキ層１１３及び金属層１１５を形成す
る。
【００３１】
　ここで、前記メッキ層１１３は、後述する感光、現像及びエッチング工程を経た後、回
路パターン１１４（パッド部を含む）を構成するようになる。また、前記金属層１１５は
縁部がエッチングによって除去されることができる。前記金属層１１５は、熱伝導度が優
れ、放熱基板１００に加えられる外力に対抗することができるほどの剛性を有する金属で
形成されることができ、好ましくは銅で形成されることができる。また、前記メッキ層１
１３及び前記金属層１１５は同時に形成されることができる。
【００３２】
　次に、図６及び図７に図示したように、メッキ層１１３及び金属層１１５にエッチング
レジスト１２０を塗布し、エッチングレジストパターニングを遂行する。
　まず、メッキ層１１３に塗布されたエッチングレジスト１２０は、一定工程を経てエッ
チングレジストパターン１２０’にパターニングされる。具体的には、ドライフィルムな
どをメッキ層１１３及び金属層１１５に塗布してエッチングレジスト１２０を形成した後
、マスクでブロッキングした状態で紫外線を照射する。その後、エッチングレジスト１２
０に現像液を作用させると、紫外線の照射によって硬化された部分はそのまま残る一方、
硬化されていない部分は除去されてエッチングレジストパターン１２０’が形成される。
この際、エッチングレジストパターン１２０’の形状は、以後に感光及び現像工程を経て
形成される回路パターン１１４の形状と同一である。
【００３３】
　また、陽極酸化基板１１２の縁部に形成された金属層１１５を除去するために、金属層
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１１５に塗布されたエッチングレジスト１２０は、金属層１１５の縁部が露出されるよう
にパターニングされる。また、金属層１１５の面積と回路パターン１１４の面積が同一で
あるように、金属層１１５に形成されたエッチングレジスト１２０をパターニングしてエ
ッチングレジストパターン１２０’を形成する。金属層１１５にエッチングレジストパタ
ーン１２０’を形成する工程は、回路パターン１１４を形成するためにエッチングレジス
トパターン１２０’を形成する上述の工程と同一である。この際、前記メッキ層１１３に
エッチングレジストパターン１２０’を形成する工程と、前記金属層１１５にエッチング
レジストパターン１２０’を形成する工程は同時に遂行されることができる。
【００３４】
　最後に、図８に図示したように、メッキ層１１３及び第１シード層１１６ａをエッチン
グし、エッチングレジストパターン１２０’を剥離して回路パターン１１４を形成する。
また、金属層１１５及び第２シード層１１６ｂをエッチングし、エッチングレジストパタ
ーン１２０’を剥離する。
【００３５】
　ここで、金属層１１５は、その縁が除去されて、陽極酸化基板１１２の他面のうち縁の
内側にのみ存在するように形成され、金属層１１５の面積は回路パターン１１４の面積と
同一である。金属層は回路パターンと同一の面積を有するようにパターニングされること
ができ、また、回路パターンと同一の面積を有する板状構造物になることができる。例え
ば、金属層は、フィン（ｆｉｎ）形状、ボックス－フィン（ｂｏｘ－ｆｉｎ）形状または
スパイラル（ｓｐｉｒａｌ）形状を有することができ、その形状は図１２から図１４に図
示した通りである。
【００３６】
　このような製造工程により、本実施例による放熱基板１００が製造される。
　図９及び図１０は図１に図示された放熱基板に発熱素子が実装された構造の断面図であ
る。
　具体的には、本発明による放熱基板１００の回路パターン１１４は発熱素子１３０と連
結され、金属層１１５は放熱板１４０と連結される。ここで、陽極酸化基板１１２の他面
（または陽極酸化基板１１２の他面に形成された第２シード層１１６ｂ）に形成された金
属層１１５が放熱板１４０と直接接触することにより、一定の制御環境内に基板をローデ
ィング、移送、搬出することなどが繰り返される処理過程で発生する陽極酸化基板１１２
の角部の破損現象や陽極酸化膜１１１の破損現象による電気的耐電圧の低下、漏洩電流値
の増加など、放熱基板１００の性能低下の問題を解決することができる。
【００３７】
　一方、図１及び図８では金属基板１１０の全面に陽極酸化膜１１１が形成された放熱基
板１００の構造が図示されているが、基板製作過程でパネル形態に製作した後、単位基板
ごとに裁断する場合、図１０のように側面または角部の金属基板が露出されることができ
る。図１０に図示された放熱基板１００の構造も本発明の範疇に含まれるものであるとす
るべきであろう。
【００３８】
　以上、本発明を具体的な実施例に基づいて詳細に説明したが、これは本発明を具体的に
説明するためのものであり、本発明による放熱基板及びその製造方法はこれに限定されず
、該当分野における通常の知識を有する者であれば、本発明の技術的思想内にての変形や
改良が可能であることは明白であろう。
　本発明の単純な変形乃至変更はいずれも本発明の領域に属するものであり、本発明の具
体的な保護範囲は添付の特許請求の範囲により明確になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の好ましい実施例による放熱基板の断面図である。
【図２】本発明の好ましい実施例による放熱基板の製造方法を工程順に図示した工程断面
図である。
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【図３】本発明の好ましい実施例による放熱基板の製造方法を工程順に図示した工程断面
図である。
【図４】本発明の好ましい実施例による放熱基板の製造方法を工程順に図示した工程断面
図である。
【図５】本発明の好ましい実施例による放熱基板の製造方法を工程順に図示した工程断面
図である。
【図６】本発明の好ましい実施例による放熱基板の製造方法を工程順に図示した工程断面
図である。
【図７】本発明の好ましい実施例による放熱基板の製造方法を工程順に図示した工程断面
図である。
【図８】本発明の好ましい実施例による放熱基板の製造方法を工程順に図示した工程断面
図である。
【図９】図１に図示された放熱基板に発熱素子が実装された構造の断面図である。
【図１０】図１に図示された放熱基板に発熱素子が実装された構造の断面図である。
【図１１】金属層（Ｃｕ）の厚さによる熱伝導度の変化を示したグラフである。
【図１２】図１に図示された放熱基板の底面図である。
【図１３】図１に図示された放熱基板の底面図である。
【図１４】図１に図示された放熱基板の底面図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１００　放熱基板
　１１０　金属基板
　１１１　陽極酸化膜
　１１２　陽極酸化基板
　１１３　メッキ層
　１１４　回路パターン
　１１５　金属層
　１１６　シード層
　１１６ａ　第１シード層
　１１６ｂ　第２シード層
　１２０　エッチングレジスト
　１２０'　エッチングレジストパターン
　１３０　発熱素子
　１４０　放熱板



(11) JP 2012-104794 A 2012.5.31

【図１】

【図２】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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